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Ptyta gtowna

* Ptyta gtowna to ptytka drukowana bedaca
najwazniejszym elementem budowy

komputera.

* Na niej sg umieszczone (lub potgczone z nig)
wszystkie komponenty i elementy komputera.

* Od wykonania i solidnosci ptyty gtownej zalezy
jakosc i komfort pracy zestawu
komputerowego.
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Warstwy ptyty gtownej

PCB fracks

PCB track

Top Layer
i — pLay

-' Bottom

Plated Thru Hole Pads Plated Thru Hole Pads Layer

An Example of the construction of a six layer
Printed Circuit Board
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Warstwy ptyty gtownej

How many Iayers is up to you and the complexity of a circuit

"ewxaggerated” look at a 12 layer printed circuit board.

Drawn by Jeff. Rose. IF. HDTE the inter-connections within the layers of the PCE.

COPYRIGHT (£) 1992- 2011 Unitech Electronics Ptw. Ltd.
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Acomplefed PCE, compressed and containing all of the above inter-connections as in Fig la.



Warstwy ptyty gtownej
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Warstwy ptyty gtownej
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* |le warstw majg poszczegodlne ptyty (a, b, c) ?
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Co sie znajduje na ptycie gtownej?

* Jakie ptyta gtéwna petni zadania?



Zadania ptyty gtowne;

* Znajdujg sie na niej:
* Procesor,
 Pamiec operacyjna,
* Gniazda do zainstalowania dodatkowych kart (karty
rozszerzajgce),

* Gniazda do modutéw trwatej pamieci,
* Wtyki do zasilacza,
* Porty do urzadzen zewnetrznych,
e Zadania ptyty gtownej:
* Trwate umocowanie urzgdzen
e Zasilanie komponentow i modutow.
 Wzajemna komunikacja podtgczonych do niej elementow



Co to jest budowa modutowa?

* Czym sie charakteryzuje?
* Jakie ma zalety i wady?



Koncepcja budowy modutowe]

 Budowa modutowa (model otwarty) polega na tym, ze
komputer mozemy zestawic z wybranych przez nas
elementéw i dopasowac do naszych potrzeb (i finansow).
— Taka koncepcja zostata zastosowana w wielu modelach

komputerdow. Najbardziej znany jest komputer IBM PC z
poczatku lat 80-tych.

— ldea budowy modutowej polega na wyposazeniu maszyny tylko
w minimum potrzebnych urzgdzen umieszczonych na jednej
ptycie drukowanej i gniazd do ktorych podtgcza sie dodatkowe
urzgdzenia.

— Dodatkowe moduty mogli tworzyc inni producenci
przestrzegajacy ogolnych wytycznych.

* Model zamkniety komputera polega na tym, ze
uzytkownik dostaje gotowy komputer do pracy. Nie moze
nic grzebac¢ — dodawac, odejmowac, ani wymieniac.



Kwestie do przemyslenia

e Ktory z tych modeli jest lepiej dopasowany do
potrzeb uzytkownika:
— Zaawansowahego
— Poczatkujacego?

e Ktory jest lepszy dla producenta?



Przyktad budowy modutowe;j

Power
Supply

Microprocessorgt®™

Microprocessor e B
bm

RAM . s

....

Video Card

—-—

Sound Card
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Motherboard 16



Telefony modutowe

* Puzzlephone

* Phoneblocks
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Budowa modutowa dla poczatkujgcych
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Standardy ptyt gtéwnych
e Standardy ptyt pozwalajg na umieszczanie
okreslonych kart rozszerzen.

 Obudowy komputerow muszg by¢ dopasowane
do danego typu ptyty.



PODZIAL PLYT GLOWNYCH



AT

Ptyta gtdwna

ATX

Baby AT

Ultra ATX

BTX

v

Micro BTX

Pico BTX

Flex ATX

EATX

Micro ATX Mini ATX

ITX

DTX

Mini ITX

N

Mini DTX

Nano ITX

Pico ITX

Mobile
ITX




/Zestawienie ptyt pod wzgledem rozmiaru

WTX 356x425 | Pico BTX 267x203 Nano-ITX 120x120

AT 350x305 | DTX 244x203 | COM Express 125x95

EEATX 347x330 | Flex ATX 229x191 | ESM express 125x%95

Enhanced EATX

Baby-AT 330x216 | Mini-DTX 203x170 | ETX/XTX 114x95

BTX 325x266 | EBX 203x146 | Pico-ITX 100x72

SSI CEB 305x267 | Micro ATX 171x171 | PC/104 (-Plus) | 96x90
(min.)

EATX 305x330 | Mini-ITX 170x170 ESMini 95x55

(Extended ATX)

LPX 330229 | Neo-ITX 170x 85 |Qseven 70x70

ATX 305x244 | EPIC (Express) | 165x115 |mobile-ITX 60x60

micro BTX 264x267 | Mini ATX 150x150 |[CoreExpress 58x65

NLX 254x228 | ESM 149x71

Ultra ATX 244x367

Micro ATX 244x244




Rozmiary ptyt gtdwnych - porownanie
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Cwiczenie

e Utworz zestawienie rozmiarow ptyt gtownych.

ATX 300 x 330

micro atx 200 x 250

nano ATX 100 x 50




Ptyta gtowna AT

AT (Advanced Technology)

— Standard stworzony przez IBM w 1984 roku i
popularny do drugiej potowy lat 90-tych.

— Wadg standardu jest chaotyczne rozmieszczenie
podzespotow na pftycie.
* Ptyta ma wymiary 12 na 13,8 cala czyli
305%x350 mm.

— Baby-AT - 330x216 mm
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Cechy standardu AT

Cechy charakterystyczne

Przetacznik stanowy, ktéry ma stan wigczony lub wytgczony.

— Najpierw nalezy zamkng¢ system operacyjny, a nastepnie wytgczyc
komputer

Ptyta ma jedno ztgcze DIN do podtaczenia klawiatury.
Wady
Brak jednolitego standardu umiejscowienia elementow,

Niektore elementy byty umieszczane w taki sposdb, ze uniemozliwiaja
instalacje innych,

— umiejscowienie zasilacza uniemozliwia dostep do pamieci operacyjnej
— Problemy z umieszczeniem dodatkowego CD-ROM lub twardego dysku
— Procesor blokowat montowanie dtuzszych kart rozszerzen

Dwa prawie jednakowe 6-pinowe ztgcza zasilania, ktorych jednakowy
wyglad czesto doprowadzat do uszkodzenia ptyty gtdwne;j.

Duzy rozmiar ptyty gtéwnej nie pasujgcy do obudow "mini desktop" oraz
"mini tower".

Brak portow na ptycie gtdwnej — wymagane dodatkowe karty.



LPX

LPX (Low-Profile eXtended) to rodzina ptyt
stosowana w komputerach o niewielkich
gabarytach (desktopy).

Cecha wyrozniajgcg byta karta rozszerzen "Riser
Card" zawierajgca uktady oraz ztacza
komunikacyjne.

— Pozwalata na montaz innych kart rozszerzen
rownolegle do ptyty gtownej

Miata wbudowane niektoe interfejsy zewnetrzne
Format LPX 13” x 9” (330mm x 229mm)
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NLX

NLX (New Low Profile eXtended) to rozwiniecie
standardu LPX. Stosowane jest w niskich
obudowach.

Przeznaczona jest do szybkiego montazu
podzespotow.

— Umocowane sg za pomoca specjalnych zaczepow.
Stosuje sie w nich ,,Reiser Card” mocowang z
boku ptyty.

Format NLX — 10" x 9” (254 x 228 mm).
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Ptyta gtowna ATX
* ATX (Advanced Technology Extended)

— Ptyta stworzona w 1995 roku przez Intela i bedaca
obecnie standardem. Wyparta AT skutecznie.

— Ma wiele zalet. Dobrze rozmieszczone elementy,
tatwy dostep do nich i niska cena produkcji czynia j3
liderem rynku.

e Ptyta ma wymiary 12 x 9.6 cali (305 mm
x 244 mm).



MS-6380E VER:10 °
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Cechy standardu ATX

Cechy charakterystyczne

Sciste okreélenie potozenia niektérych elementdw.

— Redukcja plataniny kabli i fatwiejszy dostep do elementéw na ptycie
Procesor umieszczony z dala od kart rozszerzen — nie blokuje ich
Zasilacz ma duze jednoczesciowe ztgcze (20 pindw — obecnie 24 piny do
PCl Express), ktérego nie da sie zle podpig¢.

— Mozliwos¢ gniazd pomocniczych dla procesora lub kart graficznych

— Mozliwos¢ kontroli zasilania z poziomu ptyty gtéwnej — ,miekki” wytacznik

zasilania (inicjuje wytgczenie na ptycie).
Umieszczenie podstawowych portow wyjsciowych na ptycie gtéwnej —
widoczne na tylnej scianie obudowy.
Efektywne chtodzenie uktadow

— jednoczesny nawiew i wywiew powietrza

— Odpowiednia obudowa

— Lepsze umiejscowienie elementow na ptycie



Odmiany standardu ATX

Standard Rozmiar Zastosowanie
Micro ATX 244 x 244 mm | Ptyty do tanich komputeréw stacjonarnych w
9.6 x 9.6 cali obudowanych typu mini tower/desktop.
Zawiera zintegrowane karty graficzng, sieciowq i
muzyczng. Ma 1 lub 2 ztgcza PCI.
Mini ATX 150 x 150 mm | Brak kart rozszerzen (lub najwyzej jeden slot).
5.9x5.9 cali Stosowana w komputerach samochodowych, kinach
domowych i innych urzgdzeniach o matym poborze mocy.
Flex ATX 229 x 191 mm | Zmniejszona wersja mikro ATX do tanich komputeréw
9.0x 7.5 cali domowych.
Ultra ATX 244 x 367 mm | Do duzych kart graficznych
9.6 x 14,4 cali
Extended 305x330 mm Do duzych kart graficznych
ATX (EATX) | 12 x 13 cali
enhanced 347%x330 mm Do duzych kart graficznych
Extended 13,5 x 13 cali

ATX (EEATX)




Porownanie formatu ATX

Nano-ITX

Mini-ITX

Micro-ATX

Standard-ATX
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Ptyta gtdwna BTX
e BTX (Balanced Technology Extended)

— Standard stworzony w 2004 roku przez Intela, majacy
zastgpic¢ ATX. Wymaga zmian linii produkcyjnych ptyt i
nowe obudowy, co spowodowato rezygnacje z BTX.

— Standard praktycznie nieobecny na rynku.

e Ptyta ma wymiary 13 x 10.6 cali (325 mm
X 266 mm).

— microBTX - 10.4 x 10.5 cali (264 x 267 mm)
— picoBTX - 10.5 x 8 cali (267x203 mm)
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Cechy standardu BTX

Cechy charakterystyczne

Rozmieszczenie elementow ptyty gtdwnej, by byty lepiej chtodzone.

— strumien chtodzacego powietrza przeptywat od przodu do tytu obudowy
komputera, a wydzielajgce duzg ilos¢ ciepta komponenty oddawaty je w tym
kierunku

Podstawowe porty wyjsciowe na ptycie gtédwnej widoczne w dolnej czesci
obudowy.

W przedniej czesci obudowy umieszczony jest duzy, dobrej jakosci wentylator
wsysajgcy chtodne powietrze do obudowy.

Elementy wydzielajgce ciepto, takie jak karta graficzna czy moduty pamieci,
umieszczone sg rownolegle do strumienia, by nie powodowac jego zaburzen.

Karty rozszerzen (np. karta graficzna) przeniesione na gore ptyty gtéwnej
Inne cechy jak dla ATX
— Redukcja plataniny kabli i tatwiejszy dostep do elementdw na ptycie
— Procesor umieszczony z dala od kart rozszerzen — nie blokuje ich
— ,miekki” wytgcznik zasilania (inicjuje wytgczenie na ptycie).
Wady
Inna obudowa



Strefy przestrzenne BTX
zaprojektowano, aby utatwic
dostep do najczesciej

wymienialnych podzespotéw
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Ptyta gtowna DTX

DTX to odmiany ATX przeznaczona dla matych
kompaktowych komputeréw (szczegdlnie do
maszyn typu Media Center).

Standard wprowadzony przez AMD w 2007 roku.
Zalety jest niska cena i mate wymiary ptyty.

Ptyta ma wymiary 8 x 9,6 cali (203 mm
x 244 mm).
— miniDTX -8 x 6,7 cali (203 x 170 mm)
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Cechy standardu DTX

Cechy charakterystyczne
Duzg czesc ptyty zajmuje procesor.
— Petni role mostku potnocnego i potudniowego
Prawie catg tylna czesc¢ zajmujg podstawowe porty wyjsciowe
Ptyta ma jeden slot na PCl i jeden na PCI Express.
Mozna podpigcC tylko jeden dysk ATA i kilka SATA.
Zalety
Niski koszt produkcji w stosunku do ATX



Ptyta gtowna ITX

e |ITX (Information Technology EXtended) to rodzina
ptyt o niewielkich gabarytach. Stosowane sg do
matych komputerow, urzadzen medycznych,
tabletow i telefonow komoérkowych.

e Zalet3 s3g niska cena i mate wymiary ptyt.
* Ptyta majg wymiary:

— Mini-ITX=170x 170 mm

— Neo-ITX—=170 x 85 mm

— Nano-ITX—-120x 120 mm

— Pico-ITX—=100 x 72 mm

— Mobile-ITX =60 x 60 mm
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Cechy standardu ITX

Mini-ITX

Wszystkie elementy sg zintegrowane z ptytg gtdwng. Ptyta posiada
jeden port PCl. Ma bardzo niski pobdor mocy. Nadaje sie do komputeréw
typu barebone.

Neo-ITX

Uzywany w komputerach PC z Androidem (APC)

Nano-ITX

Wszystkie elementy s3 zintegrowane z ptytg gtdwna. Brak mozliwosci
wymiany jakiegokolwiek elementu. Jakakolwiek awaria oznacza
wymiany catej ptyty gtdbwnej na nowa.

Pico-ITX

Zawierajg podstawowe ztgcza komunikacyjne. Nie majg mozliwosci
dodania kart rozszerzen.

Mobile ITX

Jest przeznaczona do telefonow komorkowych i urzgdzen medycznych.
Nie zawiera zadnych ztgczy ani kart rozszerzen.



Porownanie ptyt ITX

. l

‘I

170mm

120mm

T T
E . )
n

b o [

Mobile-ITX

Mini-ITX Nano-ITX
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ETX

ETX (Embedded Technology eXtended) to ptyta do

systemow wbudowanych typu SOM (System-on-

module). Sg to urzadzenia dostosowane do

wykonywania okreslonych typu zadan.

— EXT jest popularna w przemysle, urzgdzeniach
pomiarowych i medycznych.

ETX ma zestaw urzadzen potrzebnych do pracy, duzg

ilos$¢ interfejséw wejscia/wyjscia oraz ztacza

przemystowe.

ETX nazywany jest komputerem jednoptytkowym.

Format ETX 3.7” x4.9” (95 x 125 mm)
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Ptyta gtowna WTX
(Workstation Technology Extended)

* Rodzaj ptyty gtownej stworzonej przez firme Intel w
1998 roku.

* Gtownym zastosowaniem sg serwery i wysokiej
klasy stacje robocze
— czesto wieloprocesorowe
— wyposazone w kilka twardych dyskow.

« WTX umozliwia tatwiejsze uaktualnienie konfiguracji
poprzez wymiane modutu specjalnego karty

rozszerzajgcej "'Riser Card" zawierajgcej uktady oraz
ztgcza komunikacyjne.

e Ptyta ma wymiary 14 x 16.75 cali (356 x 425 mm).
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Cwiczenie

* Prosze wypisac do zeszytu nazwy i parametry
1 ptyty ATX i 1 ptyty BTX.



Producenci ptyt gtéwnych



Najpopularniejsi producenci ptyt

gtownych:
Intel * Galaxy
Abit * EVGA
Gigabyte * DFI
MSI * Microstar
Asus * Via
ECS * Foxconn

Asrock e Biostar



T626E3E8
BIELETRRT

57



Gigabyte
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Microstar
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Foxconn
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Biostar
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Budowa ptyty gtowne;



Zegar

Procesor taktUJacy

AAAARRAANIINANN .,"

Z{a.cze AGP' ........................
PCl Express .
(dla szybkich kart ~ Magistrala FSB
graficznych)
Mostek
poétnocny

BIOS
Magistrala
wewnetrzna

(USB, LAN, COM, LPT,
PS/2, IEEE 1394)

Zt3cza
3 ey /A, SATA, 5CS)
Mostek (dla no$nikow

Karty ISA, PCI, AMR

) o’rudniowy pamigci trwatej)



Zegar
Procesor taktujacy

i 3

AAAAARRRAANINE

Ztgcze PCl Express
(dla szybkich kart graficznych)

Magistrala
wewnetrzna

Chipset Ztacza SATA
(dla nosnikéw pamieci trwatej)

Karty PCl-express
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Pracasor
Dane i adrasy
<. Magistrala FSB Szyny danych i adreséw “"‘“ﬁ
| | | Dane i adresy
Gniazdo - o ESH - PCI o . Pamigd
‘ P hagistrala AGP = ‘ E. S&yiea pampci operacyina
E ! [mm]
| Magistrala PO | =
< Magistrala PCI "“-~;
|| | | B | ‘l
Gniazdo Gniazdo Gniaxdo Gniaxdo
(| g | Pl - IDE
PCI - USB
| 154 - 1/
PCI - 1SA | IS4 - Klawiatura
BIOS ysz PS(2
Hi:; zanikajaca magistrala 154 ﬂ_"';:,}
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Cwiczenie

* Rozpoznaj poszczegdlne elementy na ptycie
gtowne;.



CHIPSETY



Zadania chipsetu ptyty gtownej

* Chipset to uktad scalony (lub ich zespot)
sterujgcy praca ptyty gtowne,;.
* Chipset sktada sie z wielu modutow
— Jego zadaniem jest integracja i zapewnienie
wspotpracy komponentow komputera.
— Steruje przeptywem informacji
— Dokonuje translacji protokotow transmisji danych

— Synchronizuje réznigce sie od siebie czestotliwosci
taktowania i poziomy napiec szyn magistral.



Chipsety ptyty gtowne;

e Jest elementem decydujacym o wydajnosci i
niezawodnosci zestawu komputerowego.

— Chipsetu nie da sie wymieni¢ na nowszy, jak
procesora. Wybierajgc dany model, jestesmy
uzaleznieni od jego parametrow, a jedyny sposob
wymiany to zakup nowej ptyty gtowne;.

— Konfiguracja parametrow pracy poszczegolnych

podzespotow wchodzacych w sktad chipsetu
Zzmieniana jest poprzez BIOS.

* Chipset jest dostosowany do pracy z konkretnym
typem procesora (Intel lub AMD).



Realizacja chipsetéow
Chipset jako pojedynczy uktad — AT

Zestaw mostek potnocny i mostek potudniowy —
ATX, BTX

Mostek potnocny zintegrowany z procesorem —
micro ATX, ATX, DTX

Procesor realizujgcy zadania chipsetu — rodzina
ITX.



Zadania chipsetu

* Trzon kazdego chipsetu stanowi:
— kontroler CPU,
— kontroler pamieci operacyjnej RAM,
— kontroler pamieci cache,
— kontroler magistral ISA, PCl i innych.

 Dodatkowo chipset moze zawierac:
— kontroler IDE, SCSI, FDD i innych,
— kontroler klawiatury (KBC), przerwan IRQ, kanatéw DMA,
— ukfad zegara rzeczywistego (RTC),
— ukfady zarzadzania energia (power management)
— kontroler uktadéw wejscia / wyjscia: Centronix, RS232, USB i innych,

— kontroler takich interfejséw jak: AGP, UMA, adapterow graficznych i
muzycznych.

* Producencichipsetow starajg sie, aby jak najwiecej modutow byto
zawartych w jednym fizycznym uktadzie (chipie). Jest to jeden ze
sposobow obnizenia kosztow produkcji ptyt gtownych, co ma
bezposredni wptyw na cene gotowego komputera. Utatwia tez
testowanie ptyty gtowne;j.



Mostek poétnocny i potudniowy

W sktfad chipsetu wchodzg zazwyczaj dwa uktady zwane
mostkami.

Mostek pétnocny odpowiada za wymiane danych miedzy
pamiecig a procesorem oraz steruje magistralg AGP lub PCI-
Express.

* Musi by¢ dopasowany do konkretnego typu procesora

Mostek potudniowy natomiast odpowiada za wspotprace z
urzgdzeniami wejscia/wyjscia, takimi jak np. dysk twardy, CD-
ROM, ztgcze USB czy karty rozszerzen.

* Moze byc ten sam dla réznych procesorow

Potgczone sg szybka magistralg danych.

Ich nazwy pochodzg od potozenia na ptycie gtdwnej — mostek
potnocny znajduje sie u gory ptyty (w poblizu procesora), a
potudniowy na jej dole.



Procesor

Y

Ztgcze AGP Pamie¢ RAM
’ Mostek
PCI Express 6 Séinocny e
Zewnetrzne Magistrala
interfejsy wewngtrzna
(USB, LAN, COM,
LPT, PS/2,
IEEE 1394 H
) Mostek ( a Ztacza
pofudniowy ATA, SATA, SCSI
Karty ISA, PCl >

BIOS
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Mostek potnocny

Mostek potnocny (ang. northbridge) taczy ze sobg elementy
komputera pracujgce z duzg szybkoscia i wymieniajace ze sobg
duze ilosci danych.
Zazwyczaj taczy ze sobg procesor, pamie¢ RAM i karte
graficzng w ztgczu AGP lub PCI-Express.

— Petni tez role bufora pomiedzy pamieci RAM a ztgczami PCI

Z pozostatymi elementami ptyty gtdwnej taczy sie za
posrednictwem mostku potudniowego.

— W starszych modelach ptyt gtdownych mostki byty potgczone szyng

PCI, obecnie stosuje magistrale o duzej przepustowosci.

Niektorzy producenci ptyt gtownych integrujg z mostkiem
potnocnym uktad graficzny lub kontroler Gigabit Ethernet.

— Intel swoj zintegrowany mostek z uktadem graficznym oznacza
skrotem GMCH — (Graphics and Memory Controller Hub).



Jak przesyta sie dane w mostku pétnocnym

MC O il- (ang. Me-
mory Controller) kon-

Pamiec RAM Pamie¢c RAM

trolery pamieci
do 3'2 GB’. 66 bu 64 m do 3.2 GB” B‘u o [ang_ Bus Inter-
face Unit) kontroler

magistrali systemowej
AGP - (ang. Accelera-
ted Graphics Port)
kontroler portu karty
grafiki

GPU - (ang. Graphics
Proccesing Unit) zinte-
growana karta graficz-
na (dostepna w niekto-
rych modelach piyt)
HT - (ang. HyperTran-
sport) magistrala nVidi
odpowiedzialna za ko-
munikacje z mostkiem
potudniowym

PCl - (ang. Personal
Computer
Interconnect) ztgcze dl:
kart rozszerzajacych
/O - (ang.
Input/Output) porty
urzgdzen wejscia

i wyiscia

Procesor LTy graficzna
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Mostek potudniowy

Mostek potudniowy (ang. southbridge) taczy ze sobg wolniejsze elementy
komputera i nie wymagajace ciaggtej transmisji duzej ilosci danych.
Zazwyczaj taczy ze sobga:

— napedy twardych dyskéw (ztacza IDE (PATA)/SATA/ATAPI)

— magistrale ISA, PCI

— sterownik przerwan

— sterownik DMA

— BIOS

— Modut zegara czasu rzeczywistego
Opcjonalnie most potudniowy moze obstugiwac rowniez:

— t3cze FireWire

— t3cze USB

— zt3cze do sterownika RAID

— 1zt3cze Ethernet
Poprzez dodatkowy uktad SIO (Super Input/Output) obstugiwane sg
zewnetrzne ztgcza szeregowe, w tym ztgcza myszy, klawiatury i RS-232, ztacze

rownolegte LPT (Centronix), fgcze podczerwieni (IrDA), stacje dyskietek i Flash
ROM BIOSu).
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Cwiczenie

1. Spisz z ptyty gtéwnej do zeszytu nazwy
modeli mostka pétnocnego i potudniowego.

a) Zapisz ich parametry.
2. Dla ptyt z pojedynczym chipsetem zapisz jego
nazwe | parametry.



Producenci chipsetow

° |Intel
e VIA
e SiS



WSPOLCZESNE CHIPSETY FIRMY
INTEL



Chipsety Intela
Dla najstarszych procesoréow (z rodziny 286 i 386)
ntel uzywat chipsetow na licencji firmy ZyMOS.

Pierwszy wiasny chipset to 1420 (dla rodziny 486) oraz
430 (dla Pentium).

Dla Pentium PRO, Pentium Il stosowano 1440 oraz
450.

Kolejne generacje to chipsety z rodziny 700, 800, 900.

Poczgwszy od serii Intel 800 zmieniono nazewnictwo
— Mostek potnocny to MCH (Memory Controler Hub)
— Mostek potudniowy to ICH (Input/Output Controler Hub)

S




Intel* Core™2 Duo Processor
Intel* Core™2 Qual:l Processor

‘IIZI 6 GB/s
PCl Express* 2.0 16 lanes
rapc 16 GBY/s DDR2 or DDR3
or 6.4 GB/s or 8.5 GB/s
PCl Express* 2.0 8 lanes
Graphics 8 GB/s DDRZ or DDR3
E 4 GB/s or 8.5 GB/s
PCl Express* 2.0 8 lanes|
Graphics 8 GB/s
Intel®*High
12 Hi-Speed USB 2.0 Ports; EEMME Definition Audio
Intel® Quiet System
Technology

Dual EHCI; USB Port Disable JEEE s
6 Serial ATA Ports; eSATA;

Gb/s Port Disable
each

2 GB/s| DMI

500

MB/s
each x1

6 PCl Express™ x1

Intel® Integrated

10/100/1000 MAC Intel® Matrix

LPC lor SPI Storage Technology

Intel® Turbo Memory
GI05 Support with User Pinning
Intel® Extreme Tuning
Support A :---Optional

Intel® Gigabit LAN Connect

P45 obstuguje procesory z FSB 200/266 i 333MHz, chip zawiera
zestaw mnoznikéw strap, umozliwiajacych obstuge FSB 400MHz. 94



3 x PCI-E x1
Expansion Slots

PCI Slots

Floppy
Connector

Intel P45
Northbridge

Onboard
USB
Headers

2 x PCI-E x16 Rear I/0 Panel
Expansion Slots

8-pin CPU
Power
Connector

LGA775 CPU
Socket

4 x 240-pin
DDR2 DIMM
Slots

24—pi ATX Power Connector

ICH10R
Southbridge *=IDE Connector
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Chipset P45

P45 majacy kodowga nazwe EaglelLake, posiada szyne PCl Express 2.0 o podwojonej w
stosunku do starszego standardu przepustowosci, plus kilka innych ulepszeniach
wzgledem specyfikacji PCle 1.1. P45 potrafi dzieli¢ sygnat z tej szyny na dwa rownolegte
kanaty. Tym samym mamy oficjalne wsparcie dla CrossFire w trybie PCle 2.0 x8/x8.
Wczesniejsze 965P i P35 mogty dziatac tylko z pojedynczg linig PCle x16, bez mozliwosci
jej dzielenia, a opcjonalny drugi port graficzny pociggniety byt z mostka potudniowego.
Przy mozliwosci podziatu gtdwnej linii, mozna na bazie P45 tworzy¢ ptyty z trzema
slotami graficznymi.

Wazne z punktu widzenia mozliwosci podkrecania, jest wykonanie P45 w 65nm procesie
technologicznym. Wczesniejsze P35 i X38/48 wykonane byty w technologii 90nm.
Niestety mimo tej zmiany, wskaznik TDP chipu P45 wzrést w poréwnaniu z
poprzednikiem z 16 do 24W!

Kontroler pamieci moze obstuzy¢ zaréwno pamieci DDR2 jak i DDR3. Wsparcie dla
modutéw DDR2 PC2-6400 i DDR3 PC3-8500, ale o pojemnosci do 16GB.

Co ciekawe, mimo ze oficjalnie P45 obstuguje tylko procesory z FSB 200/266 i 333MHz,
to chip zawiera zestaw odpowiednich mnoznikéw strap, umozliwiajgcych obstuge FSB
400MHz.

Mamy zatem w P45 przygotowang obstuge FSB od 200 do 333MHz (+400MHz

nieoficjalnie), ale mimo to wyglada dziwnie kwestia obstugiwanych pamieci DDR3. Te
bowiem wedtug Intela dziataé mogg tylko asynchronicznie z zegarem 1066MHz... (lub
266MHz jak kto woli) i to pomimo tego, ze mamy oficjalnie przyklepane FSB 333MHz.

Przejdzmy teraz na potudnie. Tu dostajemy nowy mostek potudniowy ICH10. Uktad ma
mozliwos$é obstugi historycznych portéw PCI, LPT i PS/2. Szyna PCl Express nie przeszta
zmian i nadal dalej jest zgodna tylko ze starszg specyfikacja.



Chipset X58 dla procesoréw Nehalem (Intel
LGA1366)

DDR3 memory 8.5 Gbi/s
Intel fﬂf\fan"?i';;'“““‘“ DDR3 memory 8.5 Gb/s
DDR3 memory 8.5 Gb/s

QP! (25.6 GBIS)

PCI Express* 2.0 Graphics

Support for up to
Multi-card configurations:
1x16, 2x16, 4x8 or
other combination

36 lanes

£ GBf=| DMI
12 Hi-Speed USB 2.0 Ports; kst Intel* High
Dual EHCI; USE Port Disable s Definition Audio
: . 500 3 6 Serial ATA Ports; eSATA;
& PCI Express” x1 T Gh/s Part Disable
each ¥ each
Intel*Matrix
‘ll r;]tﬁl; n'?fﬁg Ea;;f[ Storage Technology
LPC | or 5P|

Intel® Turbo Memory
with User Pinning

Intel® Gigabit LAN Connect BIOS Support

Intel® Extreme Tuning -
aupport B ---- Optional
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Chipset P55 LGA1156 Procesory Lynnfield

PCl EIFFES_S' 2.0 16 lanes
Graphics 16 GB/s ===
aor 10.6 GB/s

PCl Express™ 2.0 8 lanes
Graphics DDR3

oL 10,6 GB/fs

PCl Express* 2.0 8 lanes

Graphics 8 GB/s

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports; el
Dual EHCI; USE Port Disable SR

2 GB/s] DMI

Intel®High
Definition Audio

S00
MBfs
each x1

b Sernal ATA Ports; eSATA;
Port Disable

each
Intel” Matrix
Storage Technology

B PCI Express” x1

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC
5P

PCle* x1 . 5M Bus

oo n Intel* ME Firmware
Intel* Gigabit LAN Connect and BIOS Support

Intel* Extreme Tuning . :
Suppart N ---- Optional
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ntel® Core
e e e e ..|
16 lanes IMOCesS0rs

16 GB/s

PCI Exprass* 2.0

Intel®
HD Graphics®

OMI

Intel® High
Definition Audio

Digital display: HOMI*, DVI,
DisplayPort* with HDCP;
Lossless digital audio®

& PCI Express* x1

12 Hi-Speed USE 2.0 Ports; el
Dual EHCI; USE Port Disable [EEENE)

G Serial ATA Ports; eSATA;
Port Disable

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

pcte* x1| |sMBus
Intel* Gigabit LAN Connect

Intel* ME Firmware
and BIOS Suppart

“Avzdlable with Intel® HD Lraphics anly _J

Chipset H55 LGA1156 Westmere 102
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P67 dla LGA 1155 SandyBridge llgen.

-

PCI Express* 2.0 16 lanes |
Graphics 16 GB/s

ar

s T ™ o g TP
ntel® Core'

PCI Express® 2.0
Graphics

PCl Express* 2.0
Graphics

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports; RealiiE
Dual EHCI; USB Port Disable =Ry

Intel® Integrated

10/100/1000 MA

pcle* x1| | sMBus

Intel® Gigabit LAN Connect

EICi=] | proce
g GB/s
8 lanes
8 GB/
: DMI
20 Gbfs

C
SPI

Intel® ME Firmware

and BIOS Support

Intel® Extreme Tuning
Support

up to
|6 Gb/s®

Intel*High

Definition Audio

8 PCI Express* 2.0

6 Serial ATA Ports: eSATA:
Port Disable

Intel® Rapid
Storage Technology

B ---- Optional
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H67 dla LGA1155 SB

PCl Express* 2.0 16 lanes processors
Graphics 16 GB/l's Intel*
HD Graphics®

Intel ]l

— ) " FDI 20 Gb/s
Digital display: HDMI*, DVI, ) _ Intel*High

DisplayPort® (including eDP),
Lossless digital audio®

Definition Audio

2 Gbis

B PC| Express® 2.0
each x1 P

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports; RealiiE
Dual EHCI; USB Port Disable =Rl

LACN 6 Serial ATA Ports: eSATA:

Intel® Integrated

- §
10/100/1000 MAC i |6 Ghi's Port |sahIE
pcle* x1| | sMBus 5P Intel* Rapid
. oot Intel* ME Firmware Storage Technology
Intel® Gigabit LAN Connect and BIOS Support
B - Optional
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PCl Express* 2.0 16 lanes o
Graphics 16 GB/s | ——

or

~7 PCI Express* 2.0 8 lanes |

f PCl Express* 2.0 8 lanes |
‘ Graphics | B GB/s °©

& 2

Intel DMI
FDI 20 Gb/s

Digital display: HDMI*, DV,

Intel* High

DisplayPort* (including eDP), Definition Audio

Lossless digital audio®

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports; el
Dual EHCI; USB Port Disable R

6 Serial ATA Ports; eSATA;
Port Disable

Intel® Rapid
Storage Technology

Intel® Smart
Response Technology

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

pcie* x1| | sMBus

Intel® ME Firmware
and BIOS Support

Intel® Gigabit LAN Connect

Intel* Extreme Tuning

Support

B ----Optional

Intel® Z68 Express Chipset Platform Block Diagram 108
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PCl Express* 2.0 Graphics

Support for
multi-card configurations  [JRREEIE
2x16 & 1x8 soach x1
or '
1x16 & 3x8
or
1x16 & 2x8 2x4

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports; R
Dual EHCI; USB Port Disable

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

PCle* x1 . SM Bus

Intel® Gigabit LAN Connect

Theoretical maximum bandwidth

2 Il SATA ports capabie of 3 Gbls. 2 ports capable of 6 Gb/s.

Intel® X79 Express Chipset Block Diagram

Intel® Extreme Tuning

DDR3 memory 12.8 GB/s
DDR3 memory 12.8 GB/s
DDR3 memory 12.8 GB/s

DDR3 memory 12.8 GB/s

Intel* High
Definition Audio

! 1 GB/s 8 PCl Express* 2.0
geach x1

6 Serial ATA Ports; eSATA;
6 Gb/s® Port Disable

Intel® Rapid Storage

Intel® ME Firmware Technology enterprise 3.0

and BIOS Support

B ----Optional

Support

J

Tha X732 chipee
Yerge iy

CLOSEX
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Ptyta MSI LGA 2011




Chipset X79
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DDR3
up to 1600 MHz

DDR3

1x16 lane - PCl Express™ 3.0
or

up to 1600 MHz

2x8 lanes - PCI Express® 3.0
or

1x8 & 1x4 lanes -
PCl Express* 3.0 +

Processor
Graphics

1x4 lanes for Thunderbolt™ e0il

Inte * High
Definition Audio

g PCl Express* 2.0

each x1

3 Independent (SRS 5 Serial ATA Ii":rrts: eSATA;
Display Support 6 Ghifs Port Disable

AxUSB 3.0Ports;
10x USE 2.0 Ports;
Dual EHCI: USE Port Disable

Inzel® Rapid Storage
Technology

[

Responsiveness
Technologies**

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC <p|

Intel* ME 8.X Firmware
and BIOS Support

Intel® Gigabit LAN Connect

Intel® Extreme Tuning _
Support B Optional
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UPROSZCZONY
SCHEMAT
JEDNOMOSTKOWEGO
CHIPSETU

PCI Express 3.0 x16

[1]4]
Procesor

2x PCI Express 3.0 X8 hitel Core DDR 3 1600 MHz

[1]4]

Procesor )
PCI Express 3.0 X8 Graflczny DDR 3 1600 Mz [

PCI Express 3.0 x4

Flexible
Display
Interface

Thunderbolt Direct Media

Interface 2.0

3 monitory '

karta dzwiekowa | ‘
~ 4x USB 3.0, Chipset ;

8x PCI Express 2.0 x1

" 1000820 el 777
Z 6x SATA 3, eSATA 5@ S

karta sieciowa

' Serial Peripheral Interface

obstuga BIOS-u
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DDR3 Memory Support ......, —— « Intel® Z77 Chipset

prosssnsn + SATA 6Gb/s
s ATA 3Gb/s

Digital 20-Phase Power Design ...

ASUS Wireless Module

(Wi-Fi + Bluetooth v4.0)
!

eSATA 6Gb/s ¢4l

i Front USB 3.0 box
32GB SSD onboard

Thunderbolt s«
HOMI ewt | 1 2o USB BIOS Flashback button
DisplayPort ewwmmi e Dual Intel LAN

» 4-Way SLI/CrossFireX

119
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4 Channet DDR3

Japanese Sokd Caps
B Power Phase

2rd Generation Intel* Core
Processors Support

Onboard
US8 3.0 Connectors

SATAS 6Gbps

USE 3.0 pon

Bch Audwo with
Dolby Home Theater *

4-way CrossFrex™ and
dway SLI™ Suppon

On/Off Charge
USE Port
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Intel® Smart Response Technology
Enabling SSD-like performance with HDD capacity

» Intelligent, real-time cache improves
HDD performance

» Scales across all HDD capacities from
all vendors

» Easy Ul for enable/disable embedded
in Intel® Rapid Storage driver
- Easy plug-and-play SSD implementation

- Uses off-the-shelf SSDs: No special
connectors or firmware required

123
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16 GB Support and Dynamic SSD Cache

Sharing with Intel® Rapid Start Technology

Benefits:
* Lower BOM cost by requiring a single 16 GB SSD to support both Intel®

Rapid Start Technology and Intel® Smart Response Technology
SSD Cache Usage By System State

16 B 16 GB
. System Memory
'nms':tdd Image
Caching Technology
Transitions w
Active Use Deep Sleep

New with Intel” Rapid Storage Technolo 3:
* Intel” Rapid Start Technology support for a single 16 GB SSD to enable

dynamic cache sharing with Intel® Smart Response Technology

= When Intel® Rapid Start Technology places the system into a deep sleep, the Intel® Rapid
Storage Technology driver writes the system memory (DRAM) image into the SSD cache

= Upon resume to active use, the memory image is read back to DRAM, and the SSD cache is fully
reallocated to caching
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Intel® 9 Series Chipset Overview

4™ Generation and
5% Generation Intel®
Core™ Processor
Support

Intel® RST for PCle
Storage

Intel® Device
Protection

Technology with
Boot Guard

ath Generation and Sth
Generation Intel” Core™
Processor

Intel® Small Business

Advantage
R e et o | Ginsweans
| e = support)
6H Itht)‘/:.s5 232?)39 }’gr m | Storage Power
SSD/HDDs ""f:;: . _ (_;SGB Savings
Intel’ Rapid Storage SATEAE;'}]:_ - PCl Express 2.0

at5 GT/s

|
New Intel Chipset with Updated Platform Capabilities

Technology 13

SPI
LPC
SM Bus
Audio
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Intel® 9 Series Chipsets

- th ¢S th
processors (Socke
« Intel® RST for PCle Storage bbb, "

15M

¢ Upto 67% faster than SATA Gen 3 - same speeds as
SATA Express
¢ Targeted for high-end gaming and data productivity

15M
atfo S
« Intel Device Protection Technology

with Boot Guard!

o Protects boot block against malware attacks Mem/DIMMs per Channel
« Intel” HD Graphics Support CPU Overclocking Ye

:
¢ Up to three independent displays (w/Haswell CPU)
*  Digital display (HDMI/DVI/DP/eDP) and VGA Intel” Rapid Storage Technology
« |/O Port Flexibility (SATA, USB* 3.0, Dynamic Storage Accelerator “

Firmware Sku Support

PCle*) Intel® Device Protection Technology
« Intel” Small Business Advantage with Kk
5 MB FW Sku (H97 On[y) 1 Intel® Smart Response Technology -
« Intel® Rapid Storage Technology 137 |kl
*  Dynamic Storage Accelerator USB total (Maximum USB3.0)
s LIEFI Fast Boot Support - —_—
¢ SATA 6 Gb/s support 10 Port Flexibility
«  RAID OSSN0 . -
*  Intel® Rapid Start Technology Total SATA (Max # of 6Gb/s) -
¢ Intel” Smart Response Technology =
*  TRIM on RAID 055D l‘cmhr_ul‘\hm"a-. Maximum PCI Epr@SS 20 (SGT/S) “

Integrated Gigabit Ethernet MAC

I Some featiwes and Capabilities require SSDs, mudtiple HDDS and/or select processons
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Intel® Device Protection Technology with

Boot Guard
Benefits
* Prevents repurposing of the platform to run unauthorized
software

* Protects against execution of boot block level malware

* Rooted in a protected hardware infrastructure - Haswell
Refresh Processor and Intel 9 Series Chipset required

Configurable Boot Guard Types

+ Measured Boot - Measures the Initial Boot Block (IBB) into the platform
storage device such as trusted Platform Module (TPM)

+ Verified Boot - Cryptographically verifies the platform Initial Boot Block
(1BB) using the boot policy key (no TPM required)

» Combined Boot - Both measured and verified boot

Prevents the execution of unauthorized boot block on the platform
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1x16 lanes
PClI Express* 3.0 Graphics

OR

2x8 lanes
PCl Express 3.0 Graphics
OR
1x8 and 2x4 lanes
PCl Express 3.0 Graphics

4th Generation and

Chipset 7297

5th Generation Intel®

Core™ Processors

Three Independent
Display Support

Up to 8 x PCI Express 2.0

Up to 6 x USB 3.0 Ports
14 x USB 2.0 Ports
XHCI; USB Port Disable

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

PCl Express x1 5M Bus

Intel® Ethernet Connection

. Optiona

DDR3/3L
Up to 1600 MHz

Processor Graphics

ntel® FDI DMl 2.0

5 Gb/s each x1

Intel® 297
Chipset

Upto 5 Gb/s

DDR3/3L
Up to 1600 MHz

Intel® High

Definition Audio

Up to 6 Gh/fs 6 x SATA purtS, ESATA'
Jp to 6 Gb/s Port Disable

Intel® Rapid Storage

SPI

Intel® ME 9.1 Firmware
and BIOS Support

Intel® Extreme Tuning

Utility Support

Intel® Device Protection
Technology with Boot Guard

Technology for
PCl Express Storage

Intel® Rapid Storage
Technology with RAID

Intel® Smart Connect
Technology

Intel® Rapid Start
Technology
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Chipset H97

4th Generation and
5th Generation Intel®
Core™ Processors

Processor Graphics

1x16 lanes
PCl Express* 3.0 Graphics

Three Independent
Display Support

DDR3/3L
Up to 1600 MHz

DDR3/3L
Up to 1600 MHz

Intel® High

Intel” FD DM| 2.0 Definition Audio
Up to 8 x PCl Express 2.0

6 x SATA ports, eSATA;

Up ta 6 Gh/s .
PO Lo Port Disable

Up to 6 x USE 3.0 Ports

Intel® H97

14 x USB 2.0 Ports Up to 5 Gb/s Chipset

XHCI; USB Port Disable Intel® Rapid Storage

Technology for
PCl Express Storage

Intel” Integrated
10/100/1000 MAC
Intel® Rapid Storage
PCl Express %1 SM Bus ) Technology with RAID

Intel®* Smart Connect
Technology

Intel® Eth C ) Intel® ME 9.1 Firmware

nte thernet Connection and BIOS Support

Intel® Small Business
Advantage

Intel® Rapid Start
Technology

. Obtional Intel® Device Protection Intel® Identity
s Technology with Boot Guard Protection Technology
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Chipset X99

Haswell Refresh &
Haswell Processor

Support

Manageability and
Security Features

SATA Express " Intel® Small Business
Support , Advantage

[ Flexible 1/O Port | Integrated USB 3.0

Selection e ° (with Streams support)

LAN PHY 3 4

High Speed SATA :
6 Gb/s support for o ',‘ Storage Power Savings |

SSD/HDDs

= PCl Express™* 2.0
Intel” Rapid Storage at5GT/s

Technology 13
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Chipsety dla socketu LGA 1150

. Szyna | Predkos¢ | Ilo$¢ linii Wsparcie
Chipset SATA USB M
P danych DMI 2.0 |PCI Express FDI oc
sw USB 3.

787 |DMI2.0 |4 GBIs 8PCle 2.0 |6 Gbits, 6 Portow|C POTOW USB 3.0 Tak  |4.1W
8 portow USB 2.0

H87 |DMI2.0 |4 GBIs 8PCle 2.0 |6 Gbitss, 6 Portow|C POTOW USB 3.0 Tak  [4.1W
8 portow USB 2.0

it/s 2 P 2 |

H81 |DMI2.0 |4 GBIs 6PCle 2.0 |0 CPIUs, 2 Porty 12 porty USB 3.0 Tak  |4.1W
3 Ghit/s, 2 Porty |8 portow USB 2.0
6 portéw USB 3.0

087 |DMI2.0 |4 GB/s 8PCle 2.0 |6 Gbit/s, 6 Portow| Do oW Tak  [4.1W
8 portow USB 2.0
6 Gbit/s, 4 Porty |6 portow USB 3.0

85 |DMI2.0 4GB/ 8 PCle 2.0 _ Tak  |41W
Q ° 3 Ghit/s, 2 Porty |8 portéw USB 2.0

B85 |DMI20 |4GB/s  |gPCle20 |OCPIUS 4Porty |4 porty USB 3.0 Tak  |41W
3 Ghit/s, 2 Porty |8 portow USB 2.0

797 |DMI 2.0 |4 GB/s 8PCle 2.0 |6 Gbitss, 6 Portow| POTOW USB 3.0 Tak  [4.1W
8 portow USB 2.0

H97 |DMI2.0 |4 GBIs 8PCle 2.0 |6 Gbit/s, 6 Portow| > POTOW USB 3.0 Tak  |4.1W

8 portow USB 2.0
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Skylake-S DT/AIO Platform (All 1O Possibilities)

2DPC:DDR4/-RS, 2133MHz
DDR3L/-RS, 1600MHz
Max memory: DDR3L/-RS

» DDR4 64GB using 8Gb DDR3L/-RS
DDR4/-RS

WiFi (x1 PCle + CLINK) R
BT- USB2/UART+I2S

A 4

.
>

SMLinkO
Thermal SMEUS

12C_ISH

Proximity, Ambient ¢ .

Light
Sensors* 9

HDAudio

4=-LSB312

ISy
Camera

eDP panel

10x23 @ 601z
38210 60Hz x23 @ 60Hz
DU AL ) oo 40x21 @ 24Hz

x4 PCle/SATA

.. S TPM (SP))

| BIOS, FW, Flash

eSPI

* Adaptive AlO

USB PD

x1 PCle + SMLinkO
=% %

X4 PCle

<
«

S "
SS+HS usB3wakup el
ports d
HS UsB2walkupporis &~ e
SPUIRC/USB2 :
e ]

usB2

A
L] X"

expansion slots

e Finger Print Sensor
UsB2

— AIO Only
Intel Confidential — Do Not Forward

DT Only




Skylake-S to 14-nanometrowe procesory firmy Intel, ktére w przysztym roku zastgpi¢ majg obecng
generacje, a wiec "Haswell Refresh", do ktérej nalezy chociazby Core i7-4790. Z ostatnich doniesien
wynikato, ze ich oficjalna prezentacja moze odbyc sie w czerwcu 2015 roku, w trakcie targéw
Computex.

Wraz z nowg generacjg procesorow Intela pojawi sie tez nowa podstawka, LGA1151, wyposazona w
jedno dodatkowe ztgcze wzgledem obecnie stosowanej LGA1150. Wiemyjui, ze nowe procesory dla
komputerow staqonarnych beda obs’ruglwac zarowno moduty pamieci RAM typu DDR3L (1,35 V) jak
i DDR4 (1,2 V). Jako ze moduty DDR3 i DDR4 wymagaja réznych slotéw, to producenci ptyt gtéwnych
bedg decydowaé o tym, ktorg generacje w danej ptycie gtéwnej zastosujg. Obecnie trudno
stwierdzi¢ czy pojawig sie konstrukcje, takie jak kiedys$ gdy przechodzili§my z modutéw DDR2 na
DDR3. Niektorzy producenci ptyt gtdwnych oferowali modele wyposazone w sloty dla jednych i
drugich. Na razie nie ma zadnych zapowiedzi, ktére by na to wskazywaty, ale wcigz nie mozna takiej
mozliwosci wykluczyé.

Dla nowych uktadow "Skylake-S" Intel przygotowat nowg generacje uktaddw logiki. Model
przeznaczony dla komputerowych entuzjastéw, a wiec przede wszystkim mitosnikdw podkrecania to
Z170 Express zapewniajacy obstuge interfejsu PCl Express 3.0 w konfiguracji 16x / 8x / 8x lub 16x /
8x / 4x/ 4x, a takze technik SLI i CrossFire. "Skylake-S" ma zintegrowany dwukanatowy kontroler
pamieci RAM, przy czym na kazdy z nich przypada¢ mogg dwa sloty. Zintegrowany procesor grafiki
ma zapewniac obstuge do trzech wyswietlaczy jednoczesnie.



Z170 ponadto zaoferuje czternascie portow USB z czego dziesie¢ w
standardzie USB 3.0, a pozostate cztery w wersji 2.0. Wyglagda wiec na to,
ze nowa platforma sprzetowa nie zostanie wzbogacona o interfejs USB 3.1,
ktory ma pojawic sie w przysztym roku. Nie oznacza to jednak, ze ptyty
gtdwne z USB 3.1 sie nie pojawig, bo producenci bedg mogli przeciez w
razie potrzeby korzysta¢ z oddzielnych kontrolerow. W dalszej kolejnosci
mamy obstuge szesciu portéw Serial ATA 6 Gb/s, trzech SATA Express x2
oraz trzech RST dla magazynéw danych PCI Express (4x M.2 lub 2x SATA
Express). Warto przypomnieé, ze do lamusa (przynajmniej po stronie
Intela) odchodzi interfejs mSATA, gdyz uktady logiki Intel Z87 to ostatnie,
ktore ten interfejs obstuguja.

Intel co prawda stara sie uprosci¢ przechodzenie z modutow DDR3 na
DDRA4, ale w komputerach stacjonarnych tak czy inaczej bedzie to bardziej
kosztowne niz w laptopach. We wrzesniu pisaliSmy o opracowaniu
uniwersalnego slotu SO-DIMM dla komputerdow przenosnych, o nazwie
UniDIMM. W tym przypadku jeden slot bedzie obstugiwa¢ dwa rézne typy
modutow.



http://pclab.pl/news59622.html

I

CHIPSET I/0

CPU

Intel® 100 Series I/0 SKU Plan

Chipset PCl Express* Gen 3 Lanes

SATA Gen 3

UsB 3.0

Total USB Ports (USB 2.0 + 3.0)
SATA Express Capable Ports (x2)

Intel* RST for PCle Storage Ports (x4
M.2 or x2 SATA Express)

Enhanced SPI

Processor PCl Express* Gen 3 1x16
Port

Up to 10 6 Upto Upto
20 (Gen2 16 20
Only)

Upto6 Upto6 Upto6 4 Upto6 Uptob

Upto Upto 6 4 Upto Upto
10 8 8 10

14 14 12 10 14 14

Upto3 Uptol Uptol 0 Upto2 Upto3

Upto3 0 0 0 Upto2 Upto3
v v v v v v
X4,x8, 1x16 1x16 1x16 1x16 X4, x8,
x16 x16
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1x16 lanes
PCl Express* 3.0 Graphics

OR

2x8 lanes
PCl Express* 3.0 Graphics

A DDR4/DDR3L
OR Intel® Core™ Up to 2133/1600 MHz

1x8 and 2x4 lanes .
PCl Express* 3.0 Graphics 17-6700K

DDR4/DDR3L
Processor Up to 2133/1600 MHz
Intet* HD Graphics 530

Three independent
Displays Support

Intel® High Definition Audio

8 Gb/s each x1
Up to 20x PCl Express* 3.0

6x SATA ports, eSATA; Port Disable

=

Up to 10x USB 3.0 Ports Intel® Z170 Up to 6 Gb/s
14x USB 2.0 Ports = ~ =

RHCINSE PortiNGbis Chipset Intel® Rapid Storage Technology

for PCI Express Storage

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

Intel® Smart Sound Technology

PCle x1 SMBus SPI

» . e Intel® ME 11 Firmware
Intel® Ethernet Connection L and BIOS Support

Intel® Extreme Tuning
Utility Support

Intel® Device Protection
Technology with Boot Guard




170

Procesor ma dwukanatowy kontroler pamieci, obstugujgcy moduty
DDR3L (DDR3 o obnizonym napieciu zasilania) i DDR4.

— Nie jednoczesnie i zwykle nie na jednej ptycie.
Procesor Skylake ma 16 linii PCI Express 3.0 i czteroliniowe tgcze DMI
3.0 do mostka potudniowego Z170.

— Wydajne ztgcze utatwi podtaczanie szybkich nosnikéw SSD i innych
urzadzen tgczem U.2 (o nim wiecej za chwile) czy USB 3.1.

Chipset Z170 ma 20 linii PCI-E dla urzadzen peryferyjnych. To tez
znaczgca zmiana, bo producenci ptyt gtdwnych bedg mogli podtaczyc
wszystkie kontrolery szybkich interfejséw bezposrednio do chipsetu,
bez stosowania skomplikowanych przetgcznikdw PCI-E. Oczywiscie,
przepustowosc tgcza DMI miedzy CPU a chipsetem jest mniejsza niz
wszystkich interfejsow, ktore zapewnia sam chipset, ale dopoki nie
wykorzystujemy wszystkiego naraz, nie sprawi to problemu.

Producent ptyty gtdbwnej moze zaoferowac jednoczesnie kontroler USB
3.1i ztgcza M.2, bez koniecznosci dezaktywowania jednego, kiedy
obsadzone jest drugie.

Wraz z ptytami LGA1151 pojawia sie nowy typ ztgcza dla nosnikow
danych: U.2.



* Wtyczka SFF-8639 (U.2)

* Postuzy do podtaczania nosnikow PCl Express
kablami (zamiast do tradycyjnych slotow PCI-E).
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Adapter M.2 — U.2
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/0

4

ow

/170
lexibility - Skylake PCH

Zagospodarowanie 26 port

—_—
p-—

e #20

e #19

e #18

e #17

e £16

e #15

e #14

SATA #1*

e #13

T.ﬂm% ,._nam

e #12

—oum

e #11

e #10

e #9

e #8

e #7

e #6

e #5

SB3 #10

_va #4

SB3 #9

_va #3

SB3 #8

_.va #2

SB3 #7

_QO #1

HSIO Port

SB3 #6
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SB3 #5

SB3 #4

SB3 #3

'SSIC #2

SB3 #2

SSIC #1

SB3 #1




Porty I/O Z170

* Wiecej urzadzen moze byc bezposrednio podtgczonych
do mostka.

* Producenci ptyt gtownych Z170 nie bedg musieli
stosowac dodatkowych przetgcznikow, ktore czasem
musiaty odcinac jedne urzadzenia, gdy pracowaty drugie.

— Nie oznacza to, ze wszystkie podfgczone urzagdzenia beda
mogty dziata¢ jednoczesnie z maksymalng wydajnoscia.

* Warto tutaj zaznaczyc, ze szesc pierwszych portow jest
zarezerwowanych dla ztgczy USB 3.0, a dwa z nich maja
zawsze gwarantowac¢ maksymalng wydajnos¢ w kazdym
scenariuszu. Pozostate porty mogg by¢ dowolnie
wykorzystywane przez producentow ptyt gtéwnych.



Zasilanie Skylake

Power Delivery Comparison to Haswell / Broadwell

———————————————

\Vccln
VR126
1-3 phase

Skylake

Broadwell
CPU

CPU

Haswell / E

---------------

VccSA
1 phase
(non-SVID

[ Other rails (e.g. 1.8V, 3.3V, 5V) ] on S-Line)
are similar on both platforms

Skylake removed FIVR to deliver the best performance across a

broader range of thermal design powers
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Wspotczesne chipsety firmy AMD
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saissbiruiassaaNare |

A 65nm
: IOMMU
(T T T T T — |

DDR3 - 1333 : ;' 2x16 or 4x8

--——-—

MO Pl PCIExpress 2.0

1x16 / 2x8 1x16 / 2x8

o <
(ROl PCIExpress 2.0 :1GGBfS

1668/5;

1x4 PCI —d 13> 6x1 PCI
Express® 2.0 GPP Express® 2.0 GPP
14 x USB 2.0

PCI Interface

6 x SATA 6Gbps

Parallel ATA

HD Audio Gigabit Ethernet

PCI> 2x1 PCI
Express® 2.0 GPP
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N « 8 Sarial
l ATA Ports, 6SATA

AMD 990FX Chipset
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DP/HDMI/DVI e ——

1 x16 PCI Exprass 2.0

-

AMD FM1
APU

4 x1 PCI Express 2.0
H

500 MB/s

each x1

- DDR3 Memory

Unified Media Interface (UMI)

2GE/s

4 x1 PCl Express 2.0
GPP

e

14 High-Speed USB 2.0 Ports
2 USE 1.1 Ports

Integrated Display DAC (VGA)

AMD A55
FCH

—

Integrated Clock Gen

High Definition Audio

6 Serial ATA Ports, eSATA

SD Controller

Consumer IR

A

A A A

LPC/SP

y

APU Fan Control via SB-TSI

BIOS Support
(Up to 16 MB)



DPHDMIDWVI -
- DDR3 Memory

1 x16 PC| Express 2.0 - AP”EPEN”

4 %1 PCI Express 2.0
GPP -

Unifiad Media Interface (LIMI
2GBis

500 MB/s

4 x1 PCI Express 2.0 each x1
GPP ; ! —lh- Integrated Clock Gen

4 USB 1.0 Ports
10 High-Speed USB 2.0 Ports AM
2 USB 1.1 Ports D A75
FCH

ngh Definition Audio

6 Serial ATA Ports, eSATA

!

Integrated Display DAC [VGA)

[111;1

PCI APU Fan Conirol via SB-TSI
BIOS Support
{Up to 16 MB)

LPCISPI




D PYH DML DV P —

r‘! wiG or I"H.FJ _ Fri2 DR Memory
PCI| Express 2.0 Socked

4 %1 PCI Express 2.0
GPP

Uniflad Media intertace (LI

2EHE

Integ rated Display DAC (W - ed Chock Gen

500 MEs
- AMLY ABDX FLH High Definition Audis

M udson-D ]

4 %1 PCI Express 2.0
GPP

4 UsE 10 Ports .
10 High-Spead U SB 2.0 Ports 1 nal &TA Ports, 8 S8TA
ZUSE 1.1 Pons

AMD RAND Xpert

S0 Combrod e

} APU Fan Control via

Consuwmer IR

B S S



http://www.xbitlabs.com/picture/?src=/images/cpu/amd-a10-5800k/03.png

DDI O

DS «——» 16001866/
DP DDI 1 2133MHz 988{3"
T e
DO! 3 DDR3
s> <3 SODIMM
GLAN 1210 «—»
GLAN PCle x1 ‘ﬂ_ex_m' PCle x16
RTL8111EP I
X4 UMI-LINK
e i so® &2 =230, SATA 4x
—>
SATA 3.0
USRS =229, _— ._' PCle x1 ,' Mini PCle/
AMD USB 2.0 mSATA
- A77E g
——>
«——— HD Audio
By pigital 1/0 8-bit
A
TPM (Opt.) < LPC Bus
v
COM 4x Super 10

H/W Monitor > with WD
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1% PCle x16 or PCle 3.0
2% PCle x8 Graphics ' .

AMD HSA

ODDR3 DualChannel
Memony
APU
Radeon R7 I]ml;]u_nli-l]'-.ﬂ;!t-ll] M,
GCH Cores I=playp

4% PCle 2.0 x1 Integrated
'\- 2 GBis UM VGA DAC

4x USH 3.0 Integrated

HD Audio
AMD ASSX
10x USE 2.0 FCH Integrated
Clock Generator

1x PCle 2.0 x4 or PCle 2.0
dx PCle x1

ix SATAGGDh!s Consumer IR

(RAID 0, 1, 5, 10}
3% Legacy PCI sPI
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"BRAZOS” NOTEBOOK =  ypoorooemmmmmeooes

LCD Backlight Control[3]
1 AUX Channel/12C EDID

eDP or singa channel LVDS

DP1

v

VGADAC —_—

“Ontario” or
“Zacate”

— M HDMI

umi §

x1 PCle

Gbit Ethernet =EEthemet Connector
x1 PCle ’
» 802.11n (WiFi) :
“Hudson” M1
use -[ SD card reader ’ ESD card slot

v

USB '2USB connectors @
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“BRAZOS” PLATFORM - DEFINITION

“Ontario” /

Description

Tech/Package

40nm / FT1 BGA, 413-Ball, 19x19mm, .8mm pitch

TDP Configs

18W, SW

Processor Core

Bobcat (2 cores), 512KB L2/Core, 64-bit FPUs

Memory

DDR3, 800-1066, 1.35V/1.5V (Single Channel, 2 DIMMs)

Graphics Core

DX11 capable, UVD3 enabled

Displays

-Digital Display I/F DP0O: Display Port, HDMI, DVI, LVDS
-Digital Display I/F DP1: Display Port, HOMI, DVI
-VGA from integrated VGA DAC

Power Management

-Core/NB P-State Transitions
-Core Level: CC6 Power State
-Package Level: PC6 Power State

-L2 Cache power gating

“Hudson”-M1 FCH

Tech/Package

65nm / FC BGA, 605-Ball, 23x23mm, .8mm pitch

TDP Configs

2.7W to 4.7W for typical configurations

UMI

x4 Genl

SATA

6 Ports, 6Gb/s

UsB

14 USB2.0 Ports, 2 USB1.1 Internal Ports

PCle GPPs

4x1 Gen2

HWM

Incorporates Fan Control, Voltage Level Sensing

CIR

CIR Reciever

Clock Gen

Integrated

Discrete GPU

"Vancouver" Family

Motherboard

Stackup

Minimum 6 layers for notebook designs

Power Rails

SVID for VDDCR_CPU & VDDR_NB, fixed voltage for other rails

Software/Firmware

Software

Drivers: Windows?7, Windows Vista, Linux

Firmware

SBIOS, VBIOS, Diagnostics, Utilities

163


http://images.anandtech.com/reviews/cpu/amd/brazospreview/brazosspecs.jpg

U

1 gl
105765338910 ‘qb

I_EVLYS

0 EYLVS

od

GIGABYTE"

=
w
-
oy
>
(V]
w

2_EVLYS

ur pau

@

X RSN

G IGABYTE
GA-E350N-\-H$B3M !

ey

el 'ﬂﬂlﬂ.ﬂlﬂﬂﬂl “fa
A.fEuEeoEnanEEe

164



165



166



GA-E350N-USB3 Motherboard Block Diagram
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DOBOR PLYTY GLOWNE]



Wybor ptyty gtowne;

Typ procesora

Intel, AMD

Czipset

Dostosowany do procesora
Inne mozliwosci uktadu

llos¢ pamieci RAM

Typ pamieci RAM

DDR3, DDR4

Format ptyty gtownej

Dostosowanie do obudowy
Problem z rozbudowg

Zt3cza dyskow i napeddéw optycznych

SATA, SATA-Express, M.2, U.2

Zintegrowane uktady

Karta graficzna, dZzwiekowa, sieciowa

llos¢ ztgczy do kart rozszerzen i rodzaj

PCl-Express x1, x4, x8, x16

Interfejsy zewnetrzne

USB 3.0, 3.1, Thunderbolt, PS/2, HDMI,
DisplayPort,
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Problemy ptyty gtdwnej



Czy ptyta gtdwna pasuje do obudowy?

T ‘/ \ i

Czy podzespoty sg kompatybilne z ptytg gtéwng? Kup odpowiednia
obudowe
Tak Nie
Czy zasilacz ma odpowiedni zapas mocy? Poszukaj odpowiedniej karty

Tak K \ Nie

Kup no asilac
Czy chtodzenie jest dostatecznie wydajne? up nowy zasllacz

Tak K Nie

Kup no entylator
Czy ptyta gtéwna obstuguje SLI lub up nowy wenty

CrossFire?

Nie
Tak

Mozesz dokupic¢ drugg karte graficznag

Ogranicz sie do jednej karty



